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Procédé pour fabriquer un transducteur magnétique comportant plusieurs tétes, et transducteur magnétique obtenu
selon ce procédé. '

1. LYinvention concerne un procédé pour fabriquer un .
transducteur magnétique comportant plusieurs tétes. oo S
2. Ce procédé consiste & placer sur une plaque-support 20
p noyaux magnétiques {tels que 17-4) pourvus chacun d'un
enroulement (tel que E4) s'étendant sur toute la longueur du
noyau, & enrober ces noyaux dans une couche 25 isolante, &
supprimer les spires situées aux extrémités de chaque noyau,
et & raccorder & des plages de contact 52C, P1, P2, etc. les
spires 29, 30 se trouvant aux extrémités des enroulements
subsistants.
3. Application 4 fa réalisation de transducteurs équipant des
machines imprimantes magnétiques.
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PROCEDE POUR FABRIQUER UN TRANSDUCTEUR MAGNETIQUE COMPORTANT PLUSIEURS

~ TETES, ET TRANSDUCTEUR MAGNETIQUE OBTENU SELON CE PROCEDE

La présente invention se rapporte & un procédé pour fabriquer un
transducteur magnétique comportant plusieurs tétes. Un tel transducteur
trouve tout particuliérement, quoique non exclusivement, son application
dans les machines imprimantes magnétiques sans impact.

Les machines imprimantes de ce type, de méme que les appareils qui, tels
que les mémoires @ tambour magnétique ou les unités de disques magnétiques,
sont utilisés pour 1'enregistrement d'informations, comportent un support
d'enregistrement magnétique qui se présénte sous des formes diverses, par
exemple sous 1a forme d'un tambour, d'une courroie sans fin ou d'un disque,
ce support é&tant revétu d'une couche de matiére magnétique.
L'enregistrement des informations sur ce support est réalisé au moyen d'un
organe d'enregistrement appelé transducteur, QUi comporte une ou plusieurs
tétes d'enregistrement magnétique a proximité desquelles se déplace ce
support d'enregistrement. Chacune de ces tétes engendré, chaque fois
qu'elle est excitée par un courant électrique d'intensité convenable, un
champ magnétique qui a pour effet de créer, sur la surface du support
d'enregistrement qui défile devant ces tétes, des domaines magnétisés de
petites dimensions, ces domaines, pratiquement ponctuels, étant
généralement désignés sous le nom de points magnétisés. La portion de
surface du support qui passe ainsi devant chaque téte est désignée
habituellement sous le nom de piste d'enregistrement d'informations, le
support d'enregistrement comportant,. en général, plusieurs pistes qui
peuvent é&tre soumises a 1'enregistrement, soit individuellement au cours
d'opérations d'enregistrement successives, soit simultanément au cours
d'une seule opération.

Afin d'obtenir une meilleure délimitation des domaines ou points magnétiség
formés sur le support d'enregistrement, on a proposé de magnétiser ce
support “en utilisant 1le mode d'enregistrement dit “transversal®,
c'est-a-dire de maniére telle que, dans chacun des domaines magnétisés
ainsi formés, 1'induction magnétique présentée par chaque domaine- soit
pratiquement perpendiculaire & la surface de ce support. Un tel mode de
magnétisation se révéle particuliérement intéressant dans 1le cas des
machines imprimantes magnétiques oli, pour obtenir une image imprimée de
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haute définition, i1 est nécessaire d'enregistrer sur le support une image
latente magnétique dont les différents points constitutifs sont trés petits

et trés proches les uns des autres. Pour enregistrer cette image latente

magnétique, on a utilisé, dans 1'art antérieur, un transducteur comprenant
une pluralité de tétes magnétiques disposées les unes & cOté des autres et
alignées -suivant wune direction perpendiculaire a 1la  direction de
déplacement du support d'enregistrement, chacune de ces tétes comportant un
mince noyau magnétique sur lequel est bobiné un enroulement d'excitation,
ce noyau ayant sensiblement la forme d'un U et étant profilé.de maniére &
présenter, a 1'une de ses extrémités, un pble d'enregistrement relativement
étroit, et, a son autre extrémité, un pdle de fermeture du flux,

~relativement large, ces deux pdles étant placés au contact ou proximité

immédiate de la surface du support d'enregistrement. Un transducteur de ce
type a, notamment été décrit et représenté dans le brevet des Etats-Unis
d'Amérique N° 2.840.440.

Ces tétes permettent -d'obtenir sur le support d'enregistrement des points
magnétisés parfaitement délimités dont la taille est relativement petite,
c'est-a-dire présente, par exemple, sur la surface de ce support, une
section carrée de 1'ordre de cent a deux cents microns de c6té. Mais elles
ont pour inconvénient de comporter chacune un noyau qui, au cours de-la
fabrication, doit é&tre usiné avec une trés grande précision si 1'on veut
que les points magnétisés formés par ces différentes tétes aient des
tailles sensiblement identiques. En outre, ces tétes présentent
1'inconvénient de comporter chacune un noyau magnétique dont les faces
planes qui sont placées en regard des faces planes des noyaux voisins ont
une surface relativement importante, de sorte que, lorsque, pour augmenter
la densité des points magnétisés et améliorer ainsi la qualité des
caractéres imprimés, on essaie de rapprocher ces tétes les unes des autres,
Tes flux magnétiques engendrés par les tétes excitées donnent Tieu & des
fuites de flux qui, circulant dans les noyaux des tétes voisines des tétes
excitées, provoquent alors la formatign, sur la surface du support
d'enregistrement, de points magnétiség indésirables.

On peut remédier a ces inconvénients en faisant appel a des tétes
d'enregistrement dont e noyau magnétique, pourvu d'un enroulement
d'excitation, a la forme d'une tige ou d'une aiguille, les noyaux de ces
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tétes ayant chacun une extrémité disposée au moins a proximité immédiate de
la surface du support d'enregistrement, ces extrémités étant alignées, les
unes 3 la suite des autres, suivant une direction perpendiculaire a la
direction de déplacement du support d'enregistrement. Avec ces tétes, dont
le noyau est facile & fabriquer, la formation de points magnétisés
indésirables dus aux fuites du flux magnétique se trouve notablement
réduite. Cependant, la mise en place de ces tétes & 1'intérieur d'un méme
transducteur a toujours é&té une opération difficile a réaliser, en raison
notamment de la petitesse du diamétre des noyaux et de la faible rigidité’

présentée par ces derniers.

C'est ainsi que, dans un mode de réalisation qui a été décrit et représenté
dans le brevet des Etats-Unis d'Amérique N° 3.890.623, dans lequel les
noyaux filiformes ont un diamétre voisin de 0,8 millimétre, cette mise en
place est obtenue en percant d'abord, dans une premiére plaque-support, une
premiére série de trous alignés et ayant chacun un diamétre suffisant pour
permettre 1'engagement, avec un faible jeu, de 1'une des deux extrémités
d'un noyau, en insérant ensuite chaque noyau muni de son enroulement dans
chacun de ces trous, afin de le maintenir en place sur cette premiére
plaque-support, en pergaﬁt dans une seconde plaque-support une. seconde
série de trods,'de maniére que ces derniers se trouvent a 1'aplomb des
trous de la premiére série, et en engageant enfin 1'autre extrémité de
chaque noyau dans le trou correspondant de cette seconde série.

Ce mode d'assemblage, qui peut étre mis en oeuvre dans le cas ol les noyaux
magnétiques ont un diamétre au moins égal & 0,5 millimétre, ne peut é&tre
envisagé Tlorsqu'on désire réaliser un transducteur magnétique dont Tes
noyaux magnétiques des tétes ont un diamétre trés petit, par exemple
inférieur 3 0,1 millimétre. C'est, qu'en effet, des noyaux magnétiques’
filiformes ayant un diamétre aussi faible ne présenteraient pas une
rigidité mécanique suffisante pour subir, sans étre déformés, les
différentes opérations d'assemblage qui ont été exposées ci-dessus.

La présente invention propose un procédé qui permet de réaliser un
transducteur magnétique comportant plusieurs tétes @ noyaux magnétiques
filiformes, méme dans le cas ol ces noyaux ont un diamétre trés faible,
c'est-a-dire inférieur a 0,5 millimétre.
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Plus précisément, la présente invention concerne un procédé pour fabriquer
un transducteur magnétique adapté pour 1'enregistrement et/ou .1a lecture
d'informations sur un support magnétique, ce transducteur comportant au
moins une rangée de p tétes magnétiques, chacune de ces tétes étant
constituée d'un noyau magnétique allongé pourvu d'un enroulement
d'excitation, ce procédé consistant a former un enroulement de fil
conducteur isolé sur chaque noyau magnétique,

- & réaliser au moins un bloc élémentaire en disposant, sur une plaque-
support présentant deux bords opposés, p noyaux pourvus chacun d'un
enroulement, de maniére que ces p noyaux se trouvent placés les uns & coté
des autres, '

- et & enrober 1'ensemble de ces p noyaux dans une-couche de substance
isolante durcissable,

ce procédé étant caractérisé en ce qu'il consiste en outre :

- & attaquer la surface de cette .couche, aprés durcissement de cette
substance, de fagon a mettre & nu la portion supérieure de la totalité des
spires de chaque enroulement, sans pour cela provoguer une modification de '
la section de ces spires,

- 3 étendre sur cette couche une pellicule de résine isolante, de‘fagon a
recouvrir les portions ainsi mises 3 nu des spires, & 1'exception des
portions supérieureé de deux premiers groupes de spires situés
respectivement au voisinage de chacune des deux extrémités de chaque
enroulement,

- et a former, sur ladite pellicule de résine, des plages de contact
reliées auxdits premiers groupes de spires, de fagon a permettre Tle
raccordement desdits enroulements & un circuit électrique de commande.

Selon une caractéristique particuliére du procédé objet de 1'invention,
dans lequel chaque enroulement s'étend sur toute Ta Tlongueur du noyau
autour duquel i1 est bobiné, ce procédé consiste en outre :
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- a réaliser 1'étendage de la pellicule de résine isolante de fagon que
cette pellicule ne recouvre pas non plus, sur chaque enroulement, Tes
portions supérieures de deux seconds groupes de spires Tlocalisés

respectivement a proximité de chacune des extrémités de cet enroulement,

entre cette extrémité et le premier groupe de spires qui est voisin de
cette extrémité, '

- et 3 éliminer, sur chaque enroulement, Tesdits seconds groupes de spires.

Grace & cette é&limination, les enroulements qui sont bobinés sur Tles.

'di fférents noyaux ne risquent pas de venir au contact de la surface du

support d'enregistrement magnétique lorsque les extrémités de ces noyaux
sont appliquées sur cette surface conductrice, ce qui évite que, lors de
1'enregistrement des informations sur ce support, certains enroulements ne
se trouvent involontairement excités par des courants électriques parasites
circulant dans ce support. Cette élimination évite également que, par suite
d'opérations d'usinage pratiquées - comme on le verra plus loin - sur Tles
parties terminales des noyaux magnétiques, chacune des deux extrémités de
chaque enroulement bobiné sur chaque noyau se trouve mise électriquement en
contact avec la matidre conductrice constitutive de ce noyau, ce qui aurait ~
pour effet de mettre en court-circuit 1'enroulement bobiné sur ce noyau.

L'invention concerne également un transducteur magnétique réalisé selon ce
procédé.

L'invention sera mieux comprise et d'autres buts et avantages de celle-ci
apparaitront mieux dans la description suivante, donnée a titre d'exemple
non limitatif, et en se référant aux dessins annexés sur lesquels :

. Les figures 1A & IN, 1P ET 1Q illustrent les différentes phases de mise
en oeuvre du procédé de fabrication qui permet, selon 1'invention,
d'obtenir un transducteur magnétique,

. Les figures 1X et 1Y montrent des variantes d'exécution de certaines
phases du  procédé illustré par les figures 1A @ 1M,

. La figure 2 est une vue schématique montrant la disposition respective
des tétes magnétiques qui équipent un transducteur magnétique capable
d'étre fabriqué selon le procédé de 1'invention,
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. Les figures 3A et 3B représentent, lorsqu'elles sont assemblées, une vue

de détail montrant une premiére disposition des barrettes conductrices
servant 3 1'excitation des enroulements du transducteur,

. Les figures 4A et 4B représentent, lorsqu'elles sont assemblées, une vue
de détail montrant une seconde disposition des barrettes conductrices
servant & 1'excitation des enroulements du transducteur, et
. La figure 5 est une vue en perspective destinée & montrer, d'une maniére
plus détaillée, 1'une des phases opératoires entreprises lors de la mise en
oeuvre du procédé illustré par les figures 1A a IN, 1P et 1Q,

Sur la figure 2, on a représenté, de maniére trés schématique, un
transducteur magnétique 10 qui, vrecevant des signaux é&lectriques
représentatifs de données envoyés par une unité de commande 11, réalise
1'enregistrement de ces données, sous forme de zones magnétisées, sur un
support d'enregistrement magnétique 12. I1 faut cependant signaler que,
bien que ce transducteur soit utilisé ici pour 1'enregistrement de signaux,
ce méme transducteur pourrait également servir a@ détecter la présence de
zones magnétisées enregistrées sur un support d'enregistrement magnétique,
afin de les convertir en signaux é&lectriques. Un tel transducteur, qui
permet 1'enregistrement ou 1la lecture d'informations sur un support
magnétique, comporte habituellement une pluralité de tétes magnétiques Tl,
T2, T3, etc ... qui, comme le montre la figure 3, "sont montées &
1'intérieur d'un bloc-support 13, T1'ensemble constitué par ces tétes
magnétiques et ce bloc-support étant ordinairement désigné sous le nom de
module. Ces tétes, qui sont du type de celles qui ont été accessoirement
décrites dans les brevets des Etats-Unis d'Amérique N° 3.890.623 et N°
3.301.948, comprennent chacune un noyau magnétique 17, en forme d'aiguille,
constitué d'un matériau magnétique doux, tel que 1'alliage fer-silicium
contenant environ 4% de silicium par exemple, ou encore un alliage fer-

" npickel connu sous le nom d'"Anhyster", ce noyau é&tant entouré d'un

enroutement E qui peut étre sélectivement excité par les signaux
électriques délivrés par 1'unité de commande 11. '

Ainsi du'oh peut Te voir sur la figure 2, Tes noyaux des différentes tétes
T1, T2, T3, etc ..., sont placés 1les uns & cOté des autres,



10

15

20

25

30

35

2628876

-7 -

_ perpendiculairement & la surface du support d'enregistrement 12, et Teurs

extrémités inférieures sont alignées suivant une direction AA' qui,

- paralléle a la surface du support 12, -forme un angle non nul avec la

direction de déplacement D de ce support. Dans 1'exemple de réalisation
illustré par la figure 2, cette direction AA' est perpendiculaire @ la
direction de déplacement D. '

Bien que, pour des raisons de simplification, on n'ait représenté que cing
tétes magnétiques T1 & T5 sur Tla figure 2, on comprendra que le nombre de
tétes magnétiques du transducteur 10 peut &tre différent de celui qui
figure sur les dessins. On considérera que, dans 1'exemple préféré de
réalisation qui sera décrit.plus loin, le transducteur comporte au moins
une rangée de cent soixante huit noyaux magnétiques alignés suivant une
méme direction AA', chaque noyau ayant un diamétre pratiquement égal a
soixante-dix microns; ces noyaux ayant un espacement de centre a centre
sensiblement égal & deux cent douze microns. Dans ces conditions, on peut,
en excitant pendant un bref instant les enroulements bobinés sur ces
noyaux, obtenir sur le support d'enregistrement 12 des zones magnétisées
pratiquement ponctuelles qui, dans une direction paralléle & la direction
AA', sont réparties @ un pas de 0, 212 mm. I1 est cependant possible, comme '
on le verra plus loin, d'obtenir sur le support d'enregistrement 12 des
zones magnétisées ponctuelles réparties a un pas plus faible, en prévoyant
dans 1e transducteur 10, en plus de la rangée de tétes magnétiques alignées
suivant la direction AA', au moins une autre rangée de tftes magnétiques
alignées suivant une direction paralldle 3 la direction AA', mais décalées
d'une fraction de pas par rapport aux tétes magnétiques de Ta premiére
rangée.

Dans 1a forme de réalisation iT]usfrée par la figure 2, les circuits 11 qui
commandent 1'excitation des enroulements des différentes tétes T1, T2, etc
... sont tous logés & 1'extérieur du module 10. I1 faut cependant signaler
que cette forme de réalisation n'est pas exclusive de la présente invention
et que, comme on le verra d'ailleurs plus loin, une partie de ces circuits
pourra prendre place & 1'intérieur du module.

On va maintenant décrire, en se référant aux figures 1A & IN, 1P et 1Q, les
phases successives qui sont exécutées, lors de la mise en oeuvre du procédé
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de 1'invention, pour obtenir un transducteur magnétique du type de celui
qui a été schématiquement représenté sur la figure 2. Pour sa mise en
oeuvre, ce procédé nécessite un nombre p de noyaux magnéiiques filiformes,
ce nombre p étant égal, dans 1'exemple décrit, a cent soixante huit. Chacun
de ces noyaux magnétiques est constitué d'un matériau magnétiquement doux
et est pourvu-d'un. enroulement d'excitation. Sur la figure 1A, trois
seulement de ces noyaux, désignés par les références 17-1, 17-2 et 17-3,
ont été représentés. Les enroulements 'portés par ces noyaux ont été
désignés reSpectivemént, sur cette figure, par les références E1l, E2 et E3.

Le matériau magnétiquement doux qui, dans 1'exemple décrit, a été
préférentiellement choisi pouf constituer chacun de ces noyaux est un
alliage fer-nickel qui est fabriqué industriellement par 1a Société
Métallurgique d'Imphy sous le nom de "Anhyster DS", cet alliage contenant
50 % de nickel et 50 % de fer. I1 faut néanmoins éigna]er que ce matérieu
n'est pas exclusif de 1'invention et que chaqué noyau magnétique 17
pourrait &tre réalisé .en tout autre matériau magnétiquement doux. Dans un
mode d'obtention plus particuliérement avantageux, les noyaux magnétiques
pourvus de leurs enroulements sont issus du sectionnement d'un méme il de
matériau magnétique, trés long, autour duquel a été -préalablement enroulé
un fi1 conducteur isolé, cet enroulement étant effectué de fagon continue,
au moyen d'une machine bobineuse de type connu. Le fil conducteur qui ést
utilisé, dans 1'exemple décrit, pour constituer cet enroulement est un fil
de cuivre isolé dont le diamétre est égal & quarante microns.

On considérera, dans 1'exemple décrit, que cet enroulement est réalisé a --

spires jointives, en une seule couche, sur un fil de matériau magnétique
dont le diamétre est €gal a soixante-dix microns. On considérera en outre
que le fil de matériau magnétique, autour duquel a é&té enroulé Te £i1
conducteur isol1é, est suffisamment long pour permettre d'obtenir, lorsqu'il

. est sectionné, p portions de fil ayant toutes 1a méme Tongueur M, chacune

de ces p portions constituant un noyau magnétique pourvu de son enroulement
d'excitation, ce dernier s'@tendant "ainsi sur toute la longueur de ce
noyau. Les noyaux magnétiques 17-1, 17-2, ..., 17-p et leurs enroulements
respectifs E1, E2, ..., Ep, qui sont obtenus de cette maniére sont fixés,
comme le montre la figure 1A, Tes uns a cOté des autres, sur une feuille
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métallique 18 dont la surface a &té préalablement revétue d'une couche 19
de matiére isolante adhésive. On considérera que, dans 1'exemple décrit,
cette feuille méta111que 18, qui est de forme rectangulaire, est constituée
d'un mince feuillard de cuivre ayant une épaisseur de 1'ordre d'une
vingtaine de microns et une largeur M voisine de cinq millimétres.

Ainsi qu'on peut le voir sur la figure 1A, les noyaux 17-1, 17-2, ..., 17-p
sont disposés parallélement a la largeur M de cette feuille 18 et sont
réguliérement espacés, le pas G d'espacement des noyaux €tant égal, dans
1'exemple décrit, & deux cent douze microns. On considérera en outre que,
dans 1'exemple décrit, la feuille 18 a une longueur voisine de 35,5 mm, de
sorte que le nombre maximum de noyaux qui peuvent ainsi prendre place sur
cette feuille est égal & cent soixante huit. La fixation de ces noyaux sur
cette feuille est assurée par la couche 19 de matiére isolante adhésive,
cette dernidre é&tant constituée, dans 1'exemple décrit, par une résine
polymérisable dont 1a polymérisation n'est entreprise que Tlorsque ces
noyaux magnétiques ont été mis en place sur la feuille 18.

D'aprés les valeurs numériques indiquées ci-dessus, on pourra remarquer que

tes différents éléments constitutifs des ensembles représentés sur les
figures annexées n'ont pas tous &té dessinés & 1'échelle et que les
dimensions de certains d'entre eux ont été volontairement exagérées dans un
but évident de clarté des dessins.

L'ensemble que 1'on obtient lorsque la fixation des noyaux magnétiques sur
la feuille 18 est terminée, est alors renversé et placé, comme le montre la
figure 1B, sur une plaque-support 20 dont la surface a €té préalablement
revétue d'une couthe 21 de matiére isolante adhésive. A 1'exception de son-

—————

épaisseur, cette plaque-support 20, de forme parallelep1ped1que, posséde

les mémes dimensions que la feuille métallique 18. Ainsi qu'on peut le

comprendre en observant la figure 1B, la mise en place, sur la plaque-
support 20; de 1'ensemble constitué par la feuille 18 et Tles noyaux
magnétiques collés sur cette feuille, est réalisée en amenant d'abord cet
ensemble en superposition au-dessus de la plaque-support 20, de maniére que
ces noyaux magnétiques soient orientés perpendiculairement aux bords de
grande dimension, 22 et 23, de cette plaque, et en appliquant ensuite cet
ensemble sur cette plaque afin d'amener ces noyaux en contact avec la

-
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couche 21 de matiére isolante adhésive. La fixation de ces noyaux sur la
plaque-support 20 est assurée, dans ce conditions, par cette couche 21,
cette derniére étant en effet constituée, dans 1'exemple décrit, par une
résine polymérisable dont la polymérisation n'est entreprise que lorsque
1'ensemble formé par la feuille 18 et les noyaux magnétiques a &té mis en
place sur la plaque-support 20. Lorsque cette fixation est terminée,'on
obtient un bloc 26, de forme parallélépipédique, qui est représenté sur la
figure 1B, mais dans lequel subsistent des espaces vides 24. Ces espaces
sont alors comblés au moyen d'une résine de moulage qui est introduite dans
ces espaces en faisant appel & une technique connue d'imprégnation sous
vide. On considérera que la résine de moulage qui est utilisée, dans
1'exemple décrit, pour effectuer ce remplissage. est une résine Epoxy
fabriquée industriellement par la Société CIBA-GEIGY. I1 faut toutefois
signaler que ce type de résine de moulage n'est pas spécifique de la
présehte invention et que 1'on pourra utiliser, pour effectuer ce
remplissage, tout autre type de résine approprié,-té] que, par exemple, une
résine acétal. '

Le bloc que 1'on obtient Torsque cette résine a &té durcie est représenté
sur la figure 1C. Les noyaux magnétiques 17-1, 17-2, ..., 17-p qui, & '
1'intérieur de ce bloc, sont intercalés entre la feuille 18 et la plaque-
support 20, se trouvent alors enrobés dans une couche 25 de résine
isolante, de méme que les enroulements E1, E2, ..., Ep qui sont bobinés sur
ces noyaux. En conséquence, seules Tles extrémités de ces noyaux
apparaissent sur les faces opposées 22 et 23 du bloc 26, ces faces
coincidant en effet avec les bords de grande dimension de la plaque-support
20,

I1 faut maintenant signaler que Tes couches 19 et 21 de matiére isolante
adhésive s'apparentent, de par le role physique qu'elles jouent dans la
structure du bloc 26, & la couche 25 de résine isolante. Ces couches 19 et
21 peuvent d'ailleurs étre formées de la méme résine que celle constituant
Ta couche 25. C'est pourduoi, dans la suite du texte, ces trois couches ne
seront pas distinguées les unes des autres et que 1'ensemble de ces trois
couches sera purement assimilé 3 une seule couche qui, désormais, sera
désigné sous 1'appellation de couche 25 de résine. '
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I1 est utile de signaler également que, dans 1'exemple décrit, la plaque-
support 20 est réalisée, préférentiellement, en un matériau présentant un
faible coefficient de frottement et un faible coefficient de dilatation

thermique, tel que, par exemple, une résine polyimide dans laquelle ont &té

incorporées des particules de graphite. De ce fait, cette plaque-support ne
risque, ni de s'échauffer exagérement, ni de subir de déformations notables
lorsque, comme on le verra b1us Toin, 1'une des faces de cette plaque-
support est appliquée sur la surface d'un support d'enregistrement
magnétique entrainé en déplacement & une haute vitesse.

‘On va maintenant décrire les opérations qui, dans Te procédé de

1'invention, vont permettre aux enroulements E1, E2, ..., Ep, devenus
maintenant inaccessibles, d'étre raccordés & un circuit é&lectrique de
commande. Afin de bien faire comprendre le détail de ces opérations, on
fera référence aux figures 1D & 1N, 1P et 1Q qui illustrent les différentes
phases opératoires réalisées, les phases montrées par ces figures n'étant
rapportées, pour des raisons évidentes de simplification, qu'a 1'un
seulement des noyaux magnétiques et a 1'enroulement porté par ce noyau. La
figure 1D représente une vue en coupe partielle d'une fraction du bloc 26,
suivant un plan perpendiculaire a la surface-de Ta feuille 18 et péssanf )
par une ligne indiquée par 1-1 sur la figure 1C. Sur cette f{gure 1D, on
voit le noyau magnétique 17-3 dont les extrémités se trouvent @ 1'aplomb
des faces 22 et 23 du bloc 26, ainsi que 1'enroulement E3 qui est bobiné
sur ce noyau. Cet enroulement E3 comporte une pluralité de spires dont
certaines, telles que celles qui sont désignées par les références 27 et
28, sont situées a proximité des extrémités du noyau magnétique 17-3, les
spires 27 constituant ainsi un groupe de spires situé a proximité de la
face 22 du bloc 26, et les spires 28 constituant un autre groupe de spires
situé & proximité de la.face 23 de ce bloc. Dans 1'exemple illustré sur la
figure 1D, chacun de ces groupes ne comporte que deux spires, mais on verra
que, dans- la réalité, pour des raisons qui apparaitront plus loin, Te

"nombre de spires constitutives d'un méme groupe pourra étre plus élevé et

8tre choisi égal a un nombre fixe prédéterminé, par exemple d six. Ces deux
groupes 27 et 28 de spires seront, dans 1a suite du texte, désignés sous le
nom de seconds groupes de spires. A cOté du groupe 27 de spires, on trouve
un groupe 29 de spires, ce groupe 29 pouvant étre ou non contigu au groupe
27 de spires. De méme, a cOté du groupe 28 de spires, on trouve un groupe
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30 de spires, ce groupe 30 pouvant étre ou non contigu au groupe 28 de
spires. Dans 1'exemple illustré sur la figure 1D, chacun des groupes 29 et
30 ne comporte que deux spires, mais on verra que, dans la réalité, pour
des raisons qui apparaitront plus loin, le nombre de spires de chacun des
groupes 29 et 30 pourra étre pius élevé. Ces deux groupes 29 et 30 de
spires séront, dans la suite du texte, désignés sous le nom de premiers
groupes de spires. '

Afin de permettre aux enroulements El, EZ, ..., Ep d'étre raccordés a un
circuit électrique de commande, on élimine d'abord, comme 1le montre la
figure 1E, la feuille métallique 18. Cette élimination, qui peut étre
effectuée en faisant appel & diverses techniques connues, est réalisée,
dans 1'exemple décrit, par attaque de la feuille de cuivre 18 a 1'aide
d'une solution de perchlorure de fer, bien connue, pendant un temps.qui,
compte tenu de 1'@paisseur de cette feuille,.est de 1'ordre d'une centaine
de secondes. Aprés quoi, le bloc 26 est rincé a 1'eau, puis, aprés séchage,
est placé dans un appareillage de gravure par plasma d'oxygéne ol sa face
31 qui était primitivement recouverte par la feuille 18 est soumise a une
opération de gravure ionique réactive. Cette opération, qui est réalisée
pendant une quinzaine de minutes, dans une enceinte contenant, sous une
pression réduite & quelques pascals, un gaz composé d'environ 90 % en
volume d'oxygéne et, pour le reste, d'hexafluorure de soufre ou de néon, a
pour effet, comme on peut le voir sur la figure IF, d'é]imiher une partie
de la couche 25 de résine ainsi que 1'émail isolant qui recouvre les
portions supérieures 34 des spires, de sorte que ces portions supérieures
se trouvent alors mises a nu. Lorsque cette opération de gravure ionique
réactive est terminée, le bloc 26 est soumis a une opération de nettoyage
par ultra-sons. Aprés quoi, on dépose sur la face du bloc 26 sur laquelle
apparaissent les portions mises a nu des spires une pellicule 50 de résine
1so15ﬁte, de maniére que cette pellicule recouvre complétement, comme le
montre la figure 1G, ces portions' 3 nu., La résine qui est utilisée
préférentieliement, dans 1'exemple décrit, pour constituer cette pellicule
50 est une résine polyimide qui est fabriquée industriellement sous le nom
de "PYRALIN PI" par la Société Du Pont de Nemours.

Pour étendre cette résine polyimide sur le. bloc 26, on utilise une
tournette constituée essentiellement d'un plateau circulaire horizontal qui
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. est entrainé par un moteur électrique dont on peut faire varier la vitesse
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en agissant sur la tension d'alimentation. Cette tension d'alimentation est
ajustée de maniére a obtenir une pellicule 50 de résine polyimide dont
1'épaisseur est comprise, sensiblement, entre cinq et dix microns. Lorsque
cet étendage est terminé, on fait subir @ cette résine une précuisson,
pendant trente minutes, a une température voisine de 120° C, ce qui a pour
effet de provoquer une imidisation partielle de cette résine. On dépose
ensuite, sur la pellicule de résine 50, comme 1'indique la figure 1H, une
couche 51 de Taque photosensible. Aprés précuisson et insolation au travers
d'un masque, cette couche de laque est développée, le masque et le type de
laque utilisés étant établis de maniére & ce que, a la fin de ces
opérations, la couche de laque se trouve éliminée des régions 32 et 33 de
la surface de la pellicule 50 qui, comme on peut le voir sur la figure 1G,
sont situées en regard, respectivement, des seconds et-des premiers groupes
de spires de chaque' enroulement. Cependant, la résine qui constitue la
pellicule 50 posséde, du fait qu'elle n'a subi qu'une polymérisation
partielle, la propriété d'étre également attaquée par 1'agent chimique qui
est utilisé pour Tle développement de la Taque photosensible. Dans ces
conditions, lorsque la couche 51 de laque a été &liminée des régions 32 et
33 par cet agent, la pellicule 50, qui se trouve alors mise a nu dans ces
régions, est attaquée a
supérieures des premiers et des seconds groupes de spires se trouvent mises
a nu, comme Te montre la figure 1I.

~

son tour, si bien que, en définitive, les portions

On retire alors, comme 1'indique 1a figure 1J, les portions subsistantes de
la couche de laque 51. Cette élimination est effectuée en plagant d'abord
le bloc 26 sur une tournette, de maniére que la couche subsistante de Taque
photosensible se trouve dans une position horizontale, et en entrainant
ensuite cette tournette en rotation, tout en versant peu & peu, de
1'acétone sur cette couche de laque. On poursuit cette opération jusqu'a ce
que cette couche de Taque soit totalement &liminée de la surface de la
pellicule de résine 50. Aprés quoi, les portions subsistantes de cette
pellicule 50 sont soumises & une cuisson, a une température permettant la
polymérisation compléte de la résine constituant cette pellicule. On
procéde ensuite, pendant une frentaine de secondes, @ une opération connue
d'effluvage & haute -pression, qui a pour but de nettoyer complétement la
pellicule subsistante 50, ainsi que Tes parties mises & nu des premiers et
des seconds groupes de spires.
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Lorsque cette opération est terminée, on dépose, comme on le voit sur la
figure 1K, sur la pellicule subsistante 50 et sur les régions ou les spires
ont été mises & nu, une couche 52 de métal conducteur. Dans 1'exemple
décrit, cette couche 52 est constituée par du cuivre et elle est déposée,
pkéférentie]]ement, en faisant appel & une méthode connue d'&vaporation
sous vide. Bien que 1'épaisseur de cette couche 52 soit trés faible,
c'est-a-dire voisine de cing & dix microns, on comprend alors que toutes
les spires qui constituent les premiers et les seconds groupes de spires
sont toutes connectées entre elles par 1'intermédiaire de ‘cette couche
conductrice 52. On dépose ensuite sur cette'couche conductrice 52, comme le
montre la figure 1L, une pellicule 53 de laque photosensible. Le rdle de
cette pellicule 53 est de permettre & la couche métallique 52 d'étre
gravée, suivant une configuration déterminée qui sera définie plus loin,
afin de former sur le bloc 26 une série de plages de contact et de
barrettes conductrices destinées a assurer les 1liaisons é&lectriques
nécessaires a 1'excitation des différents enroulements. Aprés précuisson et
insolation au travers d'un masque, cette pellicule de laque est développée,
Te masque et le type de laque utilisés étant établis de maniére & ce que, a
la fin de ces opérations, la pellicule de laque 53 se trouve partiellement
8liminée de la surface de la couche métallique 52, comme 1'indique 1a
figure 1M, et que les portions subsistantes de cette pellicule de laque
forment sur cette surface, comme on peut le voir sur la figure 5, d'une
part une bandelette de laque 53C qui, s'étendant parallélement au bord 23
de la plaque-support 20, passe au moins a 1'aplomb des régions 33 sous
lesquelles se trouvent les premiers groupes de spires 30, d'autre part p
bandelettes de laque 53-1, 53-2, ..., 53-p, en nombre &gal a celui des
noyaux magnétiques 17-1, 17-2, ..., 17-p, ces p bandelettes recouvrant les ..
parties de la couche 52 situées & 1'aplomb des régions 33 sous lesquelles
se trouvent les premiers groupes de spirés 29, chacune de ces p bandelettes
s'étendant dans une direction perpendiculaire a@ la direction d'allongement
de 1a bandelette 53C. Ces bandelettes de laque présentent une configuration
qui sera précisée un peu plus loin et qui est €tablie de maniére & obtenir,
par gravure de la couche métallique 52, d'une part des plages de contact
suffisamment larges pour que les opérations de raccordement des
enroulements 3 un circuit élecrique de commande puissent étre effectuées
aisément, d'autre part des barrettes conductrices assurant les Tiaisons
nécessaires entre ces plages de contact et les premiers groupes de spires
29 et 30 qui sont situés au voisinage des extrémités de ces enroulements.
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Lorsque le développement de 1a pellicule de Taque 53 est terminé, la couche
métallique 52 est soumise & une opération de gravure. Dans 1'exemple
décrit, cette opération est réalisée en attaquant Ta couche de cuivre 52 a
1'aide d'une solution de perchlorure de fer, pendant un temps de 1'ordre de
trente secondes 3 une minute. Ainsi qu'on peut Te compréndre en se référant
aux figures 5 et 1M, cette opération a pour effet d'éliminer toutes les
parties de la couche 52 qui ne sont pas protégées par la laque
photosensible 53. En outre, lorsque les parties de la couche métallique 52
qui recouvrent les régions 32 ont é&té é&limines, les seconds groupes de
spires 27 et 28 qui se trouvent sous ces régions 32 sont attaqués a Teur
tour. En conséquence, lorsque cette opération de gravure est terminée, ces
seconds groupes de spires se trouvent pratiquement &liminés, ou du moins,
comme on peut 1‘'observer sur la figure IN, réduits a 1'état fragments
métalliques qui sont isolés &lectriquement les uns des autres et n'ont plus
de contact avec les autres spires des enroulements dont ces groupes
faisaient initialement partie. Dans ces conditions, lorsque, ensuite, on
retire les bandelettes de laque 53C, 53-1, 53-2, ..., 53-p, on obtient,
comme le montrent les figures 3A et 3B assemblées, un bloc 26 qui est
pourvh, sur sa face ayant subi 1'opération de gravure, d'une part de
barrettes conductrices 52G, 52-1, 52-2, ..., 52-p, d'autre part de p plages
de contact P1, P2, P3, etc, ..., ces barreties conductriées et ces plages
de contact résultant ainsi de la gravure de la couche métallique 52, le
masque utilisé pour cette opération étant établi, ainsi qu'on 1'a signalé
plus haut, de manidre & ce que, aprés gravure, les portions subsistantes de
cette couche présentent la configuration qui est illustrée sur les figures
3A et 3B.

Dans la configuration illustrée par les figures 3A et 3B assemblées, les
premiers groupes de spires 30 des enroulements El, E2, ..., Ep sont tous -
reliés entre eux par 1'intermédiaire de la barrette conductrice 52C, tandis
que les p plages de contact P1, P2, P3, etc, ..., qui sont en nombre égal &
celui des enroulements El, E2, ..., Ep, sont reliées chacune
respectivement, par 1'intermédiaire de 1'une des p barrettes conductrices
correspondantes, aux premiers groupes de spires 29 de chacun de ces p
enroulements. Ainsi qu'on le verra plus loin, la barrette conductrice 52C
et les ﬁ plages de contact Pl, P2, P3, etc, ..., sont destinées 3 étre
raccordées a un circuit de commande prévu pour la commande sélective de
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1'excitation .des différentes tétes. Cependant, avant d'effectuer cette
connexion, on réalise, comme 1'indique la figure 1P, sur Tes. plages de
contact et sur les barrettes conductrices 52C, 52-1, 52-2, etc, ..., le
dépdt d'une pellicule métallique 54, cette pellicule 54 ayant pour rdle,
d'une part de faciliter. les opérations de soudure entreprises
ultérieurement pour assurer cette connexion, d'autre part de protéger ces
plages et ces barrettes contre 1'action corrosive exercée par 1'oxygéne,
1'humidité et les diverses substances acides qui se trouvent dans
1'atmosphére. Dans 1'exemple décrit, cette pellicule 54 est en réalité
double et est constituée d'une pellicule de nickel, de quelques  microns
d'épaisseur, revétue d'une trés fine pellicule d'or ayant moins de un
micron d'épaisseur, ces deux pellicules étant déposées par voie
électrolytique.

I1 y a lieu de signaler maintenant que la face 22 du bloc 26 est destinée,
comme on le verra plus loin, & venir au contact de la surface d'un support
d'enregistrement magnétique. Afin que cette face 22 ne risque pas de
provoquer une détérioration de cette surface lorsque cette derniére est
entrainée en déplacement, cette face 22 est soumise @ une opération de
rectification qui a pour but de donner & cette face un état de-surface
convenable qui facilite son glissement sur la surface de ce support.
d'enregistrement. '

Par ailleurs, i1 peut arriver que, comme on peut le voir sur les figures 3A
et 38, les spires qui, faisant partie des seconds groupes de spires, ont
été éliminées, soient situdes & une distance trés petite, main non nulle,
des faces 22 et 23 du bloc 26. Dans ce cas, aprés élimination des seconds
groupes de spires, i1 subsiste encore, dans.les intervalles compris entre
ces faces et les régions dans lesquelles se trouvaient ces seconds groupes
de spires, des spires qui, telles que celles qui sont désignées par Tes
références 47 sur les figures 3A et 3B, sont restées intactes. Ces spires
47, qui ne jouent aucun rdéle dans le fonctionnement des tétes, pourront
gtre aisément éliminées par sciage du bloc 26 suivant deux plans paralléles
aux faces 22 et 23, ces pﬁans? situés chacun respectivement au voisinage de
chacune de ces deux faces, passant par les régions ou se trouvaient les
spires des seconds groupes.' La trace de 1'un de ces deux plans a été
symboliquement représentée, sur la figure 3A, par une ligne en traits
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mixtes HH'. Les nouvelles faces du bloc 26 qui résultent de ce sciage sont
alors soumises a 1'opération de rectification qui a été mentionnée plus
haut.

Aprés toutes ces opérations, on obtient alors, comme on peut le voir sur
les figures 3A et 3B assemblées, un bloc 26 dans lequel Tes différents
enroulements bobinés sur les noyaux magnétiques sont constitués chacun des
spires, restées intactes, qui sont comprises entre les deux premiers
groupes de spires 29 et 30 de chaque enroulement, et dans lequel, du fait

‘de 1'élimination des seconds groupes de spires, chaque noyau magnétique

présente, a ses extrémités, deux portions de sa Tongueur qui sont
totalement dépourvues de spires. Etant donné que la face rectifiée 22 du
bloc est destinée & étre amenée au contact de la surface d'un support
d'enregistrement magnétique, cette disposition évite que les enroulements
bobinés sur ces noyaux ne se trouvent en contact avec cette surface et ne
soient donc détériorés par celle-ci lorsque cette derniére est entrainée en
déplacement. Cette disposition évite en outre que, lors de 1'enregistrement
des informations sur le support d'enregistrement magnétique, certains
enroulements ne se trouvent involontairement excités par dgs codrants.'
électriques parasites circulant dans ce support.

Afin que, par suite d'une diminution de 1a longueur des noyaux consécutive
3 une usure et & une utilisation prolongée du transducteur, le risque de
détérioration des enroulements par.ce support ne se produise pas, i1 est
préférable que le nombre de spires faisant partie de chaque second groupe
de spires ne soit pas trop petit. C'est ainsi que, dans 1'exemple décrit,
ce nombre est au moins é&gal & quatre. Par ailleurs, étant donné que
1'excitation de chaque enroulement bobiné, par exemple de 1'enroulement Ei,
est obtenue en faisant circuler un courant électrique dans la portion de
circuit constituée par la plage de contact P-i, la barrette conductrice
52-1i, 1'enroulement Ei et 1a barrette conductrice 52C, i1 est important que
1e nombre de spires constitutif de chacun des premiers groupes de spires 29
et 30 soit suffisamment é&levé pour que la résistance é&lectrique . des
connexions assurées par ces groupes de spires ne limite 1'intensité des
courants circulant dans chaque portion de circuit & une valeur inférieure @
celle qui est nécessaire a un fonctionnement correct des tétes. Dans
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1'exemple décrit ol les spires ont un diamétre de quarante microns et sont
bobinées sur un noyau magnétique ayant un diamétre de soixante-dix microns,
on a trouvé que le nombre de spires constitutif de chacun des premiers
groupes de spires devait étre au moins égal @ deux. '

Le bloc 26 que 1'on obtient lorsque les opérations décrites ci-dessus sont
terminées, est alors juxtaposé, comme le montre 1la figufé 1Q, & une carte
de connexion 41, appelée habituellement substrat, cette carte étant pourvue
d'un ensemble logique de commande constitué de composants é&lectroniques 42.
Cet ensemble logique de commande fait partie de 1'unité de commande 11 dont
on a parlé plus haut. La carte de connexion 41 est formée d'une plaque
rectangulaire rigide, en matériau isolant, munie - de maniére connue - d'un
circuit électrique imprimé (non représentd) qui assure Tles Tiaisons
indispensables entre les différents composants électroniques 42 montés sur
cette carte, ainsi qu'entre ces composants et.des plages de contact 43 dont
cette carte est pourvue sur 1'un de ses bords.

Le nombre de plages de contact 43 de 7a carte 41 est égal a p + 1, p étant
le nombre des plages de contagt P1, P2, P3, etc ... du bloc 26, ces
derniéres plages de contact étant désignées, sur la figure 1Q par 1la
référence générale P, pour des raisons évidentes de simplification. Ainsi,
a chacune des p plages de contact du bloc 26 correspond une plage de
contact de la carte 41. La (p + 1)iéme plage-de contact 43 de cette carte

-~

est destinée 3 étre raccordée ala barrette conductrice 52C du bloc 26.

Sur la figure 1Q, cette barrette 52C n'a pas été feprésentée pour des
raisons de simplification. La figure 1Q montre encore que la carte de
connexion 41 est pourvue en outre, sur son bord opposé a celui qui est muni
des plages de contact 43, de lamelles de contact 49 qui ont pour but de
perméftre a 1'ensemble des composants électroniques 42 montés sur cette
carte d'&tre raccordés 3 une source d'alimentation ou & d'autres circuits
8lectriques extérieurs (non représentés) faisant partie de 1'unité de
commande 11.

L'ensemble constitué par la carte 41 et le bloc 26 a &té désigné par la
référence B-1 sur la figure 1Q. Ainsi qu'on peut le voir encore le voir sur
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“cette figure, cet ensemble est placé a 1'intérieur d'un boitier comprenant

deux capots rigides 44 et 45 qui peuvent étre assemblés 1'un @ 1'autre au
moyen d'éléments de fixation tels que, par exemp1e,'des vis 46. La figure
1Q montre que ces deux capots sont conformés de maniére & permettre a cet
ensemble B-1 et & un autre ensemble B-2, similaire & 1'ensemble &
1'ensembie B-1, de pouvoir prendre place a 1'intérieur du boitier obtenu
Torsque les deux capots 44 et 45 sont fixés 1'un a 1'autre. Ainsi qu'on
1'expliquera plus loin, cette disposition permet d'obtenir un transducteur
capable de former, sur le support d'enregistrement, des zones magnétisées
réparties selon un pas égal & la moitié de celui G (voir figure 1A) suivant
lequel les noyaux magnétiques sont répartis dans le bloc 26.

Lorsque 1'ensemble B-1, formé par la carte 41 et le bloc 26, a été mis en
place dans Te boitiér, on réalise avant la fermeture de ce boitier, comme
le montre la figure'lQ; les connexions électriques entre les p plages de
contact de ce bloc et les p plages de contact de cette carte d'une part, et
entre la barrette conductrice 52C de ce bloc et la (p + 1)iéme plage de
contact de cette carte d'autre part, toutes ces connexions é&tant établies
au moyen de fils conducteurs 48. Cette opération peut étre réalisée, soit
manuellement, soit, de préférence, de maniére entiérement automatique, a

1'aide d'une machine de cablage appropriée, de type connu.

11 faut maintenant rappeler que les tétes magnétiques qui sont incorporées
3 1'intérieur du bloc 26 et qui sont constituées chacune d‘un noyau
magnétique pourvu d'un enroulement, sont réparties selon un pas G qui, dans

-

1'exemple décrit, est égal & deux cent douze microns.

Dans le cas ol on désire réaliser un transducteur magnétique capable de
former, sur le support d'enregistrement, des zones magnétisées ponctuelles
réparties suivant un pas de cent six microns, on utilise alors, comme le
montre la figure 1Q, deux ensembles B-1 et B-2 analogues, constitués chacun
d'un bloc 26 et d'une carte de connexion 41, et on les place face a face,
comme 1'indique la figure, les blocs 26 de ces deux ensembles é&tant
cependant positionnés 1'un par rapport @ 1'autre de maniére que 1'ensemble
des tétes de 1'un de ces deux blocs soit décalé d'un demi-pas par rapport 3
1'ensemble des tétes de 1‘autre bloc. Lorsque cette mise en place est

terminée, on assemble les deux capots 44 et 45, a 1'aide des vis 46, afin. -
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d'obtenir un module rigide. Ce module est alors soumis & un contrdle
destiné a vérifier le bon fonctionnement des circuits électriques qu'il
comporte. Aprés quoi, i1 peut étre mis en place & 1'intérieur de 1'appareil
d'enregistrement d'informations auquel i1 est destiné.

Dans le procédé qui vient d'&tre décrit, Tes noyaux magnétiques 17-1, 17-2,
17-p et leurs enroulements respectifs El, E2, ..., Ep sont, avant d'étre
mis en place- sur la plaque-support 20;' fixés d'abord sur une feuille
métallique 18. Dans une variante d'exécution de ce procédé, on peut, sans
avoir recours a une feuille métallique 18, fixer directement les noyaux et
leurs enroulements sur 1a plaque-support 20 préalablement’ revétue d'une
couche 19 de résine polymérisable. Dans ce cas, aprés avoir positionné ces
noyaux et leurs enroulements sur la plaque-support 20, on soumet'cette
plaque-support & une opération de cuisson, & une température capable de
provoquer la po?ymérisafion de cette résine. Aprés quoi, on remplit, a
1'aide d'une résine de moulage, les espaces.vides qui subsistent entre les
néyaux, de maniére a obtenir, apréﬁ durcissement de cette derniére résine,
un bloc présentant une structure similaire & celle qui a &té représentée
sur la figure 1E. I1 faut cependant signaler que, dans cette variante
d'exécution du procédé, les noyaux magnétiques et leurs enroulements ne
sont pas fermement maintenus au moment ol ils sont positionnés sur Tla
plaque-support 20. Etant donné que ces noyaux présentent un coefficient de .
dilatation thermique nettement supérieur & celui du matériau constituant la
plaque-support 20, ces noyaux risquent donc, lorsque cette plaque-support

'est soumise & 1'opération de cuisson indiquée plus haut, de se déplacer

1égérement les uns par rapport -aux autres, de sorte qu'il est difficile,

dans ces conditions, d'obtenir un transducteur magnétique dans lequel les -~

tétes sont paralléles- les unes aux autres et réparties selon un pas
constant G. C'est pourquoi le recours & une- feuille métallique 18,
constituée d'un matériau présentant un coefficient de dilatation thermiqde
voisin de celui de la matiére dont sont formés les noyaux magnétiques, se
révéle particuliérement avantageux dans 1le procédé de la présente
invention. '

Dans une autre variante d'exécution du procédé de 1'invention, aprés avoir
soumis le bloc 26 & une opération de gravure ionique réactive destinée a
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mettre & nu les portions supérieures 34 de spires (figure 1F), on

entreprend une opération de nettoyage par ultra sons de ce bloc, puis on

dépose, comme le montre la figure 1X, sur la face du bloc 26 ol

apparaissent les portions des spires ainsi mises & nu, une couche 56 d'une

résine polyimide contenant des &léments photosensibles. Cette résine peut

étre, par exemple, 1'une de celles qui sont fabriquées industriellement

sous le nom de "PYRALIN PD" par la Société Du Pont de Nemours, ou sous le

nom de “PROBIMIDE" par la Société CIBA-GEIGY. Le dépdt de cette-résine est

effectué dans les mémes conditions que celles qui ont été décrites plus

haut & propos du dépdt de Ta pellicule 50 de résine, avec toutefois cette

différence que ce dépdt est réalisé maintenant a 1'abri de toute source

lumineuse capable de provoquer une réaction des é&léments photosensibles

contenus dans cette résine. En outre, 1a vitesse de rotation de 1la
tournette est ajustée de maniére que 1'épaisseur de cette couche de résine

56 reste comprise entre dix et vingt-cing microns. Lorsque ce dépdt est

terminé, on fait subir a cette résine une précuisson, pendant une trentaine

de minutes, & une température voisine de 120°C, de fagon & provoquer une

imidisation partielle de cette résine. On procéde ensuite a 1'insolation de

la couche de résine 56 au travers d'un masque, puis au développement de

cette couche, le masque .utilisé pour cette insolation étant établi de

maniére 3 ce que, & la fin de ces opérations, la couche de résine se trouve

8liminée des régions 32 et 33 de cette couche qui, comme le montre la

figure 1Y, sont situées en regard, respectivement, des seconds et des

premiers groupes de spires de chaque enroulement. Par suite, les portions

supérieures de ces premiers et seconds groupes de spires se trouvent mises

3 nu. Aprés quoi, les parties subsistantes de la couche de résine 56 sont

soumises @ une cuisson, a une température qui provoque la polymérisation

compiéte de cette résine. On procéde ensuite, grdce a une opération

d'effluvage 3 haute pression, au nettoyage complet de Ta couche subsistante -
56 et des portions mises 3 nu des premiers et seconds groupes de spires.

Aprés cette opération, on obtient alors un bloc 26, capable d'&tre revétu

d'une couche 52 de métal conducteur. La méthode utilisée pour effectuer ce

revétement et toutes les opérations qui sont éntreprises ensuite ne seront
pas décrites pour la raison qu'elles sont analogues a celles qui ont &té -
exposées plus haut en se référant aux figures 1K & IN, 1P et 1Q.

Ainsi qu'on 1'a indiqué plus haut, le masque qui, dans le procédé qui vient
d'étre décrit, est utilisé pour insoler la pellicule de laque 53, présente
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une configuration telle que les barrettes conductrices et les plages de
contact obtenues par photogravure de la couche métallique 52 sont disposées
de 1a maniére indiquée sur les figures 3A et 3B. Dans cette disposition, la
barrette conductrice 52C, qui est connectée aux premiers groupes de spires
30, s'étend, au-dessus de ces spires, parallélement et a proximité de la
face 23 du bloc 26, et les plages de contact P1, P2, P3, etc ..., qui sont
formées au voisinage de cette barrette 52C, sont reliées aux premiers
groupes de spires 29 par 1'intermédiaire des barrettes 52-1, 52-2, 52-3, -
etc ... . I1 faut cependant signaler que cette disposition n'est pas
exclusive de 1'invention et que 1'on pourrait, en employant un masque de
photogravure approprié, adopter une disposition différente, telle que
celle, par exemple, qui est représentée sur les figures 4A et 4B, et dans
laquelle les p plages de contact P1, P2, P3, etc ..., qui sont Tocalisées
aux mémes emplacements que ceux qu'elles occupent sur les figures 3A et 3B,
sont relides, non plus aux premiers groupes 29 de spires, mais aux premiers
groupes 30 de spires, ce qui a pour conséquence de réduire fortement la
longueur des barrettes 52-1, 52-2, §2-3, etc ... . Dans cette disposition,
la barrette conductrice 52C, qui est connectée aux premiers groupes 29 de
spires, s'étend, au-dessus de ces spires, parallélement et & proximité de
1'autre face 22 du bloc 26. Etant donné, dans ces conditions, que cette
barrette 52C est relativement é&loignée de la face 23 contre laquelle doit '
venir s'accoler la carte de connexion 41 qui est destinée a@ étre raccordée
a ce bloc 26, une plage de'contéct supplémentaire PC a été formée prés de
1'ensemble des plages Pl, P2, P3, eté, ..., cette plage PC, reliée d@ la
barrette 52 C par 1'intermédiaire d'une bande conductrice 55, permettant
ainsi de réduire la longueur du fil volant 48 nécessaire pour assurer le
raccordement de cette barrette 52C & une plage de contact correspondante de
la carte de connexion.

11 faut encore signaler que, bien que dans les configurétions i1lustrées
par les figures 3A, 3B, 4A et 4B, une seule barrette conductrice 52 soit
prévue pour assurer le retour des courants circulant dans les différents
enroulements, on pourrait, en employant un  masque de photogravure
approprié, obtenir une autre configuration dans laquelle le retour de ces
courants serait assuré par plusieurs barrettes conductrices.

Bien entendu, 1“invention n'est nullement limitée aux modes de mise en
oeuvre décrits et illustrés qui. n'ont &té donnés qu'a titre d'exemple. Au
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contraire, elle comprend tous les moyens constituant des é&quivalents
techniques de ceux décrits et 1illustrés, considérés isolément ou en
combinaison, et mis en oeuvre dans le cadre des revendications qui suivent.
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Revendications :

1. Procédé pour fabriquer un transducteur magnétique adapté pour
1'enregistrement et/ou la lecture d'informations sur un support magnétique
(12), ce transducteur comportant au moins une rangée de p tétes magnétiques
(T1, T2, T3, etc, ...), chacune de ces tétes étant constituée d'un noyau
magnétique allongé pourvu d'un enroulement d'excitation, ce procédé
consistant & former un enroulement.(tel que E1) de fil conducteur isolé sur
chaque noyau magnétique allongé (tel que 17-1),

- 3 réaliser au moins un bloc élémentaire (26) en disposant, sur une
plaque-support (20) présentant deux bords opposés (22 et 23), p noyaux
pourvus chacun d'un enroulement, de maniére que ces p noyaux se trouvent
placés les uns a coté des autres,

- et 3 enrober 1'ensemble de ces p noyaux dans une couche (25) de substance
isolante durcissable, '

ce procédé &tant caractérisé en ce qu'il consiste en outre :

- & attaquer la surface (31) de cette couche, aprés durcissement de cette
substance, de fagon & mettre & nu la portion supérieure (34) de la totalité
des spires de chaque enroulement, sans pour cela pbovoquer une modification
de la section de ces spires, ' '

- & étendre sur cette couche une pellicule (50 ou 56) de résine isolante,
de facon & recouvrir les portions ainsi mises & nu des spires, a
1'exception des portions supérieures de deux premiers groupes de spires (29
et 30) situés respectivement au voisinage de chacune des deux extrémités de
chaqqg enroulement,

- et & former, sur ladite pelIicu]e.de résine (50 ou 56), des plages de
contact (P1, P2, ..., Pp, 52C) reliées auxdits premiers groupes de spires,
de fagon & permettre le raccordement désdits enroulements a un circuit
électrique de commande.

2. Procédé pour fabriquer un transducteur magnétique selon la revendication
1, caractérisé en ce que les plages de contact formées sur la pellicule de
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- résine (50 ou 56) sont réalisées de maniére & constituer, d'une part p

plages de contact (P1, P2, ..., Pp) relides chacune respectivement & 1'un
des deux premiers groupes de spires de chacun des p enroulements, d'autre
part au moins une plage de contact (52C) reliée & 1'autre premier groupe de
spires de chague enroulement. '

3. Procédé pour fabriquer un transducteur magnétique selon 1‘une quelconque
des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que, chaque enroulement
s'étendant sur toute la longueur du noyau autour duquel i1 est bobiné, il
consiste en outre : '

- 3 réaliser 1'étendage de-la pellicule de résine isolante de fagon que
cette pellicule ne recouvre pas non plus, sur chaque enroulement, les
portions supérieure§ de deux seconds groupes de spires (27 et 28) localisés
respectivement 3 proximité de chacune des extrémités de cet enroulement,
entre cette extrémité et le premier groupe de spires (29 .ou 30) qui est
voisin de cette extrémité,

- et i &liminer, sur chaque enroulement, lesdits seconds groupes de spires
(27 et 28).

4. Procédé pour fabriquer un transducteur magnétique selon Ta revendication
3, caractérisé en ce qu'il consiste en outre, aprés dépdt de la pellicule
de résine isolante (50 ou 56), mais avant élimination des seconds groupes
de spires, 3 déposer, sur cette pellicule (50 ou 56) et Tes spires mises &
nu, une couche métallique (52) qui permet & ces spires d'étre reliées entre
elles par 1'intermédiaire d'une matiére électriquement conductrice.

5. Procédé pour fabriquer un transducteur magnétique selon Ta revendication
4, caractérisé en ce que les (p+l) plages de contact (52C, P1, P2, ..., Pp)
sont obtenues par photogravure de la couche métallique (52), cette gravure
étant réalisée de fagon a permettre & 1'un des deux (29 par exemple)
premiers groupes de spires de chaque enroulement d'étre relié
respectivement 3 1'une des p plages de contact (P1, P2, ..., Pp) ainsi
formées, et a 1'autre premier groupe de spires (30 par exemple) de chaque
enroulement d'&tre relié d la (p+l)éme plage de contact (52C).
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6. Procédé selon 1'une quelconque des revendications 1 & 5 caractérisé en
ce qu'il consiste en outre : :

- & fixer chaque bloc é&lémentaire (26) contre un bord d'une carte (41)
gquipée d'un circuit imprimé et de composants (42) faisant bpartie du
circuit électrique de commande (11), ce circuit imprimé étant conformé pour
présenter des plages de contact (43) le long dudit bord,

- et a connecter ces plages de contact (43) aux plages de contact (P1, P2,
..., Pp, 52C) dudit bloc élémentaire (26).

7. Procédé pour fabriquer un transducteur magnétique selon 1'une quelconque
des revendications 1 & 6, caractérisé en ce que la pellicule (50 ou 56) de
résine isolante résulte de la polymérisation d'une résine polyimide, cette
polymérisation étant entreprise aprés étendage de cette résine sur la
couche (25) de substance isolante.

8. Procédé pour fabriquer un trénsducteur magnétique selon la revendication
7, caractérisé en ce que la résine polyimide recouvre, Tors de son
étendage, les portions mises a nu de la totalité des spires, puis, aprés
avoir subi une imidisation partielle, est éliminée des portions supérieures
des deux premiers groupes de spires, cette &limination étant réalisée avant
la polymérisation totale de cette résine. ' .

9. Procédé pour fabriquer un transducteur magnétique selon 1'une quelconque
des revendications 1 a 8, caractérisé en ce que, pour obtenir un
positionnement des p noyéux sur la plaque-support (20), i1 consiste 5 fixer -
d'abord ces p noyaux munis de leurs enroulements sur une feuille métallique
(18), parallélement les uns des autres et de fagon que ces noyaux soient
répartis a intervalles réguliers sur cette feuille, @ retourner ensuite
1'ensemble ainsi obtenu et & le fixer enfin sur la plaque-support (20) de
maniére que les p noyaux qui sont ainsi intercalés entre cette feuille (18)
et cette plaque (20) s'étendent entre les deux bords opposés (22 et 23) de
cette plaque. '

10. Procédé pour fabriquer un transducteur magnétique selon 1la
revendication 9, caractérisé-en ce que 1'enrobage des p noyaux dans la
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.
substance isolante durcissable (25) est réalisé en dinjectant 7ladite

substance entre la plaque-support (20) et la feuille métallique (18) selon
une technique d'imprégnation sous vide.

11. Transducteur magnétique obtenu par le procédé selon 1'une quelconque
des revendications 1 a 10.
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